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1．　は　じ　め　に
　Samsung は，スマートフォン製品市場の形
成期から製品出荷台数の首位を独走してきたが，
2016年 Q3 に出荷台数を前年同期比で1,100万
台以上も減らし1），同年 Q4 にも約420万台の
減少2）を示した。この出荷台数の減少は，
Samsung が2016年 Q3 から Q4 にかけて大幅
な減産調整を行ったためであった。これは同社
の Galaxy Note 7が起こした発火の問題から生
じた。この問題に対して，Samsung はリコー
ル対応による解決を試みたが，交換後のバッテ
リーにも同様の問題が発生したために，Galaxy 
Note 7の生産を中止した。結果的に，先述した
ように Samsung の2016年 Q3 の出荷台数は大
幅な減少となり，同年 Q4 にもその影響が及ん
だ。
　この2016年と同次元ではないものの，2018年
Q2 の Samsung の出荷台数にも顕著な減少が
表 れ た。IDC の 報 告 で は，2018 年 Q2 の
Samsung の出荷台数は約7,150万台となり，前
年同期から800万台超の減少であった3）。同年
Q14）と合わせて約1,000万台の減少となった。
年間の総出荷台数が 3 億台を超える Samsung
にとって，この減産調整が経営に与えるダメー
ジは極めて限定的ではあるが，2018年は2016年
のような事件から生じた減産ではない。
　対照的に，Huawei と Xiaomi の二社は2017
年から継続的な急成長を示した。この詳説は本
稿中の 3 において行うが，Huawei の2018年
Q2 の出荷台数は 2 位となり，初めて Apple を
抜いた。Xiaomi は，2018年 Q1 の出荷台数が
前年同期から87.8％も増加し，Q2 も48.8％の
増加となった5）。停滞期に入ったスマートフォ
ン製品市場においてこの二社だけが突出した成
長を示した。
　山本（2016a）は，このスマートフォン製品
市場の傾向に関して「これはベースプラット
フォーム（SoC チップ）供給側の課題でもあ
る6）」と分析し，スマートフォン製品市場の成
長については「この供給量と供給価格こそが今
後のスマートフォン製品市場の鍵を握ってい
る7）」と指摘した。実際に，この指摘の通り，
詳細は本稿中の 2において取り上げるが，2018
年 Q1 から Q2 の出荷総台数も前年比において
ほとんど変化していない。Samsung の出荷台
数の減少，Huawei と Xiaomi の急成長等が起
こっていながら，全体の総枠に大きな変動は生
じていない。これは，パーツサプライヤー主導
により市場規模と環境の調整が行われており，
それが上位企業の出荷台数と順位に反映される
ためである。そして，スマートフォン製品用の
主要部品市場の変化の中心には，強力な影響力
を有するファブレスの SoC チップ製造事業者
とこの実生産を担うファウンドリ事業者がいる。
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「スマートフォン製品市場」という表舞台には，
これを陰で支えるキーサプライヤーが存在し，
これらの企業は市場への強大な影響力を有して
いる。
　本研究は，2012年からのスマートフォン製品
市場と半導体市場の動向について，Qualcomm
のグローバル市場とアジア地域における戦略的
な活動を中心に分析し，半導体市場に対する将
来的な影響を広範に調査している。本稿では，
2018年上期のスマートフォン製品市場と主要部
品市場の検証を行いながら，移動体端末市場向
けの SoC チップ製造の実態であるファウンド
リ事業者の動向からも併せて検証を行う。また，
TSMC と Samsung の二強のファウンドリ事業
者の戦略も踏まえて，スマートフォン製品市場
の現状の課題を指摘する。
2．　2018年上期のスマートフォン製品市場
　IDC から2018年 Q2 の上位五社のスマート
フォン製品出荷台数が発表された（表 1）。こ
の発表によると，2018年 Q2 のスマートフォン
製品の出荷総数は約3.42億台となり，前年同期
の出荷総数から約－1.8％の減少となった。た
だし，2016年 Q28）から2017年 Q2 も同様に約
－1.3％の微減であり，出荷台数の総枠の推移
はほぼ前年同様の傾向を示している。
　スマートフォン製品市場の成長は2013年から
減速傾向を既に示し始めていた。出荷総数比か
らみる2016年から2017年の成長率もほぼゼロで
あり9），成長の頭打ち傾向は明らかになってい
た。また，2016年後半からの半導体市況の急速
な好転により10），スマートフォン製品製造事業
者は主要部品調達に関して厳しい競争を強いら
れてきた11）。Huawei と Xiaomi の二社は前年
から積極的な部品調達を推進しており12），この
影響が他の事業者に顕著に表れた。
　Apple は2018年 Q2 に初めて Huawei の後塵
を拝した。その差は約1,300万台である。IDC
による2018年 Q1 の世界のスマートフォン製品
出荷台数を表 2に掲載するが，これに従えば，
両社ともに上期は9,350万台を出荷している。
単純な数値指標にしかすぎないが，2018年上期
の Apple と Huawei は互角の出荷台数を記録し
たことになる。
　先にも触れたように，Samsung の上期の出荷
台数は前年同期から微減を示した。2018年上期
のスマートフォン製品市場における Samsung
の状況は本稿の 4中において詳説するが，それ
でも Samsung が首位の座から転落するような
状況にはない。Samsung は唯一の総合半導体
表 1　Worldwide Smartphone Market, Top 5 Company Shipments, Market Share, and Year-over-Year Growth, 
Q2 2018
Vendor 2Q18 Shipments 2
Q18 Market 
Share 2Q17 Shipments
2Q17 Market 
Share
Year-Over-Year 
Change
1. Samsung 71.5 20.9％ 79.8 22.9％ －10.4％
2. Huawei 54.2 15.8％ 38.5 11.0％ 40.9％
3. Apple 41.3 12.1％ 41.0 11.8％ 0.7％
4. Xiaomi 31.9 9.3％ 21.4 6.2％ 48.8％
5. OPPO 29.4 8.6％ 28.0 8.0％ 5.1％
   Others 113.7 33.2％ 139.5 40.1％ －18.5％
Total 342.0 100.0％ 348.2 100.0％ －1.8％
単位：100万台
（出所：IDC13））
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製造事業者であると同時に，家電製品製造や通
信事業等も併合する巨大コングロマリットであ
る。スマートフォン製品市場の競合他社とは事
業環境と事業戦略が全く異なる。Samsung は，
スマートフォン製品向けのほぼ全ての主要部品
の最大規模製造事業者であるだけに，競合他社
とは桁違いの増産余力を備える。Samsung の
スマートフォン製品生産量は，Samsungグルー
プ全体の観点からの戦略上において決定される。
この点に留意しておかなければならない。
　Apple はほぼ前年と同水準の出荷台数を維持
している。Apple のスマートフォン製品事業は，
競合他社と同様に部品調達を基軸に置く，量産
性最重視の戦略アプローチを採っている15）。驚
くべきことに，スマートフォン製品市場 2位の
生産量を維持しながらも，iPhone は完全なシ
ングルプラットフォームの製品である。このた
め，Apple は部品調達を優位に進められるもの
の，増産への調整レンジは極めて狭い。また，
iPhone X や XS に有機 EL パネルを採用した
ことから，事実上，これらの製品生産量をパネ
ル供給元の Samsung の事業戦略（供給量）に
合わせるしかない16）。
　BBK グループの OPPO と Vivo からは2015
年後半から2017年半ばの勢いは完全に失われた。
OPPO と Vivo は，当時の主要半導体部品市況
の低迷を逆手に取り，スマートフォン製品向け
の主要部品を大量調達し，急成長を遂げた17）。
ところが，2016年後半から主要半導体部品の市
況が回復傾向を示し始め，2017年から高騰に転
じた。これにより，サプライチェーン基盤が脆
弱な新興企業や中堅企業は主要部品調達の競争
で劣勢に立たされている。2018年 Q1 と Q2 
においても，表中の“Other”に該当する企
業群は大きく生産量を落としており，事実上
Huawei と Xiaomi がその減少量分の成長を果
たした。結果的に，表中の上位五社企業がス
マートフォン製品市場の実にほぼ 2/3 を占める
状況となった。
3．　Huawei と Xiaomi の競争
　表 1 と表 2 からも明らかなように，Huawei
は Samsung と Apple を猛追している。Apple
と Huawei の二社の出荷台数差は，2017年に約
6,200万台であった。Apple は iPhone のシング
ルプラットフォーム開発を継続しており，かつ
新製品にも調達量に制約のある有機 EL パネル
を採用しているため，2018年の Apple の出荷
台数も前年ベースが予想される。Huawei は
Apple を既に射程圏に捉えている。
　Huawei の2018年 Q2 の成長は，同社の製品
ラインナップと部品調達戦略の変更から予想で
表 2　Worldwide Smartphone Market, Top 5 Company Shipments, Market Share and Year-over-Year Growth, 
Q1 2018
Company 1Q18 Shipment Volume
1Q18 Market 
Share
1Q17 Shipment 
Volume
1Q17 Market 
Share
Year-Over-Year 
Change
1. Samsung 78.2 23.4％ 80.1 23.3％ －2.4％
2. Apple 52.2 15.6％ 50.8 14.7％ 2.8％
3. Huawei 39.3 11.8％ 34.5 10.0％ 13.8％
4. Xiaomi 28.0 8.4％ 14.8 4.3％ 87.8％
5. OPPO 23.9 7.1％ 25.8 7.5％ －7.5％
   Others 112.7 33.7％ 138.3 40.2％ －18.5％
Total 334.3 100.0％ 344.4 100.0％ －2.9％
単位：100万台
（出所：IDC14））
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きていた。Huawei は，2016年以降から主力製
品への Qualcommの Snapdragonシリーズチッ
プの搭載を避けて，傘下の HiSilicon の Kirin
シリーズチップの搭載比率を引き上げてき
た18）。Huawei は Honor シリーズや G シリー
ズの一部に Snapdragon シリーズチップの搭載
機を組み入れているものの，これらは製品ライ
ンナップ中ではミドル層以下の量販機種の一部
にすぎない。Qualcomm と Mediatek からの
SoC チップ調達比率を引き下げながら，同時
に全体の出荷台数の引き上げを達成している。
これは，世界規模での出荷台数の急伸を達成す
るための要点である。
　SoC チップ市場は，Qualcomm を筆頭にし，
Apple と Mediatek を合わせた三社が市場シェ
アの約76％を握る19）。Apple は自社製品専用の
SoC チップ生産であるため，他社への供給は
行わない。このため，調達選択肢は Qualcomm
と Mediatek の二択となる。Huawei ももちろ
んこの二社からの部品供給を受けているが，先
述したようにその調達比率の引き下げを急進し
てきた。
　Huawei が Kirin シリーズチップの搭載比率
を高める理由は，Qualcomm と Mediatek の
SoC チップ供給契約上に生じる販売地域制限
を回避するためである20）。この二社の供給契約
には，単にチップの供給量と供給価格だけでな
く，搭載機に対する詳細な販売条件も付加され
る。さらに，その契約条件に合わせて，供給さ
れる SoC チップにも機能制限が加えられる。
この機能制限の中でも，スマートフォン製品製
造事業者を最も悩ませるのが通信バンド制限で
ある。これにより，製造されたスマートフォン
製品は販売地域を事実上制限されることになり，
Qualcomm や Mediatek の販売戦略上に製品流
通量を制限されてしまう。つまり，現実的には，
各地域のスマートフォン製品流通量を SoCチッ
プ製造事業者が支配的にコントロールしている。
二社からの供給契約条件に同意しなければ，
SoC チップの供給を受けられない。
　Huawei は，上述の SoC チップ事業者からの
事業戦略への干渉を回避するために，Kirin シ
リーズチップの搭載比率を引き上げてきた。
Huawei が50％以上の内製チップ搭載率の達成
に注力したのも，Qualcomm と Mediatek から
の戦略的な独立と折衝力の向上を目指したから
である。Qualcomm は Huawei に対して，これ
を阻むために SoC チップ供給量を制限して圧
力をかけてきた。Huawei が世界 3 位のスマー
トフォン製造事業者であるにもかかわらず，
Qualcomm の優先供給リストに Huawei は含ま
れておらず，最新 Snapdragon シリーズチップ
の優先供給を受けられていない。しかし，
Huaweiは HiSiliconとともに Kirinシリーズチッ
プの性能と機能性を飛躍的に高め，現状では二
社と同次元の性能を有する SoC チップ開発に
成功した。これにより，これまで Samsung と
Apple の二社のみであった世界市場における独
自の戦略的事業活動を執れるようになった21）。
　Xiaomi の急伸は，Huawei とは正反対のアプ
ローチの上に成された。Xiaomi は Qualcomm
の優先供給リストの最上位に位置する22）。
Qualcomm の Snapdragon 8xx シリーズや 6xx
シリーズの生産を担う Samsung がこの優先供
給リストのトップにいるが，この Samsung を
除けば，Xiaomi は Qualcomm の最重要顧客と
なっている。トップ 3企業が独立的な事業活動
を展開する中で，それ以外の企業群の中でも
Qualcomm から最優先的な部品供給を受けて
いるのが Xiaomi である。
　この Xiaomi の成長は，過去にも類似例があ
る。最も類似するのは，Intel と Dell の関係で
ある。
　Dell は Intel からの最優先の部品供給と支援
を受けて急成長し，PC 市場とエンタープライ
ズ製品市場において Intel プラットフォーム搭
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載製品の拡販の推進役を担った23）。Qualcomm
は，2015年後半から2017年にかけて BBKグルー
プへ SoC チップを大量供給し，このグループ
企業（OPPO，Vivo，Oneplus 等）を急成長さ
せたが，2016年後半からは Xiaomi へも大量供
給し始めた。2017年からは，BBK グループよ
りも Xiaomi への優先供給にシフトし，表 1 と
2にも示されるように，さらにその供給量を増
加させている。
　2018年から Qualcomm は Xiaomi への支援
をさらに強めており，Xiaomi のスマートフォ
ン製品は質と量ともに競争力を高めている。
2018年10月時に，Xiaomi は Qualcomm の最上
位 SoC チップである Snapdragon 845 搭載製品
を 3モデルも量販している。2018年前半から販
売されていた「Mi 8」と「Mi Mix 2S」に加え
て，最上位 SoC チップを搭載しながらも販売
価格を300ドル台に抑えた「Pocophone F1」を
追加した。2018年上期では，Snapdragon 845 は
Apple の A11 Bionic と並ぶ最上位 SoC チップ
であり，Samsung の最上位 Galaxy 製品にも搭
載されている。Xiaomi はこのハイエンド層製
品向けの SoC チップ搭載製品を最安値で，し
かも世界規模で量販している。このプライシン
グは Qualcomm からの支援なしには行えない。
表 1 と 2 が表すように，Xiaomi は驚異的な急
成長を示しており，この背景に Qualcomm か
らの強力な支援が透けて見える。
　BBK グループ企業の OPPO，Vivo，Oneplus
等の急伸にも陰りが見え始め，スマートフォン
製品市場では新たに Huawei と Xiaomi の競争
が始まった。中国政府からの強力な後押しを受
ける Huawei は，Qualcomm の影響圏から脱し
て，スマートフォン製品市場を独力で駆け昇り
始めた。現状において，Qualcomm は Xiaomi
と BBK グループ企業の成長をバックアップし
ながら，この Huawei の成長に対抗している。
しかし，Huawei の市場シェアがさらに上昇す
ると，Qualcomm としても Huawei への冷遇策
を再評価しなければならなくなる。Qaulcomm
にとって問題となるのは，スマートフォン製品
市場における Huaweiの出荷台数の増加でなく，
Kirin シリーズチップの生産量の増加である。
Qualcomm がさらなる強硬策へ進むのか，あ
るいは融和策へ転じるのか，Huawei との間で
駆け引きが続いている24）。
4．　Samsung と半導体事業
　スマートフォン製品市場の初期の急成長を
Samsung と Apple の二社が支えてきた25）。
Samsung の製品出荷台数は，2013年に約3.13
億台を記録し，それ以降は3.1～3.2億台の水準
に調整されてきた。2017年もほぼ同様であっ
た26）。しかも，四半期単位の出荷台数を高次に
安定させながら，この年間出荷台数水準を維持
してきた。Samsung は，メモリー，ディスプ
レイ，バッテリー，SoC チップ等のスマート
フォン製品用主要部品の世界最大規模の製造事
業者でもある。2013年からのスマートフォン製
品製造事業の規模を年産で3.1～3.2億台前後の
水準に設定してきたが，これもあくまで戦略的
な決定にすぎない。世界最大級の半導体製造事
業者となった Samsungにとって，スマートフォ
ン製品製造は中核事業の一つであるものの，そ
れでも事業総体の一部にすぎない。しかし，こ
の Samsung が想定外の状況に陥った。そして，
この現況にもやはり Qualcomm が関係してい
る。スマートフォン製品市場において，これま
での Samsung は市場 2 位の Apple と競ってき
たが，2017年からこれまでとは異質な障害が
Samsung 自身の事業領域内に現れた。
　Gartner によると，2017年に Samsung はつ
いに Intel を抜き，半導体製造市場の一位を記
録した27）。しかし，Samsung は半導体製造分
野の中でもファウンドリ事業（半導体部品受託
製造事業）では苦戦している。ファウンドリ市
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場は，台湾の TSMC が最大規模事業者であり，
2017年のその総売上高は約321億ドル（表 3）
にも達する。これは，ファウンドリ市場の51.6％
にも及び，実に Samsung の約 7 倍の規模にも
なる。Samsung はこのファウンドリ市場での
躍進も狙ってきたが，現実には直上に位置する
GlobalFoundries と UMC とまだ争う次元に位
置する。
　Samsung は，ファウンドリ市場のトップ 8中
では唯一の総合製造事業者（IDM: Integrated 
Device Manufacturer）である。Samsung は過
去に Apple の A シリーズチップの生産を全量受
託し，この市場においても急成長した。ところ
が，Apple との関係悪化から，Apple は TSMC
への全量委託にスイッチし，Samsung は大口
顧客を失った。また，Apple を「踏み台」扱い
にした結果の上でのこの Samsung の移動体端
末市場の急成長29）は，Samsung のファウンド
リ事業に対する警戒感を著しく高めた。Intel
と TSMC に並ぶ最先端半導体製造技術開発力
を有していながら，表 3が示すように，この二
年間も第二グループの地位を甘受してきた。
　この Samsung のファウンドリ事業の大口顧
客の一社が Qualcomm である。Qualcomm は，
Snapdragonシリーズの最上位と中位の SoCチッ
プの生産を Samsung へ委託している。この生
産を受託するために，Samsung は自社設計の
Exynos シリーズチップの生産量を引き下げ，
同社の上位製品に Qualcomm の Snapdragon
シリーズの SoC チップを大量採用した。Intel
と TSMC との最先端半導体製造技術開発競争
を優位に展開するためには，Samsung にとっ
て Qaulcomm との契約が不可欠であった。
Samsung としては，Qualcomm との契約から，
最先端製造プロセス技術開発への巨額投資の一
部を回収できるだけでなく，Samsung 製造の
Snapdragon シリーズチップを大量かつ安価に
調達できる，二つのメリットがある。Samsung
は，独自の高性能な Exynosシリーズチップ（表
4）も有していたが，Samsung の最上位スマー
トフォン製品にも積極的に Snapdragon シリー
ズチップを搭載してきた。2018年のスマートフォ
ン製品市場には，Qualcomm の Snapdragon 845，
Samsung の Exynos 9810，Apple の A11 Bionic，
Huawei 傘下の HiSilicon の Kirin 970 の四種類
の高性能チップが登場した。
　Samsungは最上位スマートフォン製品「Galaxy 
S9/S9+」に，Snapdragon 845 と Exynos 9810
のいずれかの SoC チップ，さらに最大解像度
の有機 EL パネルを搭載した。Apple は iPhone 
表 3　Major 2017 Foundries（Pure-Play and IDM）
（出所：IC Insights28））
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X に A11 Bionic と有機 EL パネル（Samsung
製）を搭載し，ハイエンド層のスマートフォン
製品市場で Samsung と激突した。ただし，こ
の二社がハイエンド層のスマートフォン製品市
場で争うのは常であり，この両社の競争の中で
スマートフォン製品市場は成長してきた。
　ところが，2017年からこの状況にも変化が生
じた。そして，この変化の原動力となったのが，
Huawei と Xiaomi の二社であった。先述した
ように，Huawei は，傘下の HiSilicon の Kirin
シリーズの SoC チップの高性能化を推進し，
上位層と中位層のスマートフォン製品の性能を
引き上げ，価格競争力を高めて，表 1と 2が示
すように世界規模での量販を推進した。この
Huawei に対抗し，同様に世界規模の量販戦略
へと舵を切ったのが Xiaomi であった。そして，
この Xiaomi の拡販活動を後方支援しているの
は Qualcomm である。これは，SoC チップ市
場における Qualcomm の地位を揺るがす潜在
的な脅威への対抗策である。Qualcomm にとっ
て，Huawei 製品の搭載する Kirinシリーズチッ
プの性能と機能性，さらに TSMC への委託生
産量の急増は許容範囲を超えた。2018年上期の
Huawei 製品の出荷台数が前年同期から約2,050
万台の増加であったのに対して，Xiaomi は約
2,370万台の増加であった。
　2018年3月15日の Forbesに“Why You Shouldn’t 
Buy Samsung’s Galaxy S9”の記事が掲載され
た30）。この記事は，Samsung Galaxy シリーズ
のハイエンド製品の販売開始時価格が三ヶ月後
に平均で35％下落すると指摘した。そして，
2018年 Q2 の Samsung の決算は，前年同期比
からマイナスとして報告された31）。予想通りに，
この報告中において上位スマートフォン製品の
利益率の低下がその理由の一つに挙げられた。
　Samsungのハイエンド層向けのスマートフォ
ン製品に間接的ではあるものの，大きな打撃を
与えているのが Huawei と Xiaomi 等の中国企
業の上位製品群である。特に Xiaomi の中国外
での成長が Samsung に大きな影響を与えてい
る。BBK グループの OPPO と Vivo の中国国
内の店舗販売攻勢に対抗するために，Xiaomi
も中国国内の店舗販売網整備を強力に推進した
が，これ以前の Xiaomi はネットワーク重視の
事業戦略で成長した企業である。この強みを活
かし，Xiaomi はネット通販を通じて各国への
販売を推進している。例えば，Xiaomi はまだ
日本への進出を果たしていないにもかかわらず，
Amazon から主力製品を購入することもできる
し，GearBest，Banggood，Aliexpress 等の大手
中国ネット通販サイトでも，国外向けに Xiaomi
製品の販売を推進している32）。
　Xiaomi の「Mi 8」「Mi Mix 2S」「Black Shark」
はいずれも Snapdragon 845 の搭載製品である
表 4　Qualcomm Snapdragon 845 と Samsung Exynos 9810 の基本仕様
Snapdragon 845 Exynos 9810
製造プロセス 10 nm FinFET 10 nm FinFET
CPU コア数 8コア 8コア
CPU Kryo 385A75x4＋A55x4
Exynos M3x4
＋A55x4
動作クロック 2.8 GHz＋1.8 GHz 2.9 GHz＋1.9 GHz
GPU AdreNo. 630 Mali-G72
メモリー LPDDR4 LPDDR4
LTE 規格 Cat. 18/13 Cat. 18/18
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が，販売価格は Samsungの中位層製品の価格帯
に設定されている。例えば，2018年11月 4 日の
Banggood の Xiaomi Mi Mix 2S の販売価格は
378.47ドル33），同様に Kirin 970 搭載の Huawei 
Honor 10は370.36ドル34）であった。これらの
Xiaomi や Huawei のスマートフォン製品は，有
機 EL パネルこそ搭載していないが，ハイエン
ド層製品と同レベルの基本機能性と品質を備え
ており，Snapdragon 845 搭載製品としては破
格である。そして，この Xiaomi 製品の量販と
価格設定に対抗するために，競合製品群も価格
を引き下げていった。先に紹介したように，
Huawei も Kirin 970 搭載製品の販売価格を引
き下げた。Xiaomi の成長戦略は，結果的にハ
イエンド層のスマートフォン製品市場だけでな
く，その他の Snapdragon シリーズチップ搭載
製品に対しても広範な影響を与えている35）。
　Samsung は，ファウンドリ事業での受託生産
品である Qualcomm の Snapdragon 845 と自社
設計の Exynos 9810 をハイエンド層のスマート
フォン製品に搭載している。そして，Samsung
自身もこの Qualcomm の最上位チップの拡販
役を積極的に担ってきた。ところが，スマート
フォン製品市場には Samsung 製品よりも低価
格設定の競合製品が犇めいており，これらとの
差別化に苦しんでいる。Samsung Galaxy S9 は，
最高解像度（2960×1440ピクセル）の有機 EL
パネルを搭載しており，これはハイエンド層製
品としての象徴的な特徴にはなるが，同一プラッ
トフォームの競合製品が多数存在する以上，そ
れでも価格競争は不回避である。Samsung の
Galaxy S9/S9+ は，Snapdragon 845 と Exynos 
9810 を販売地域や通信キャリアにより搭載分け
しているが，この二つの SoC チップの基本性
能がほぼ同一であるために，競合製品との差別
化の主要因にはならない。同様に，Samsung
は中小型の有機 ELパネル市場を独占しており，
スマートフォン製品市場の競合企業は同時にこ
の大口顧客でもあるために，競合製品向けにこ
の大量供給も行う。Samsung は，スマートフォ
ン製品と主要部品のいずれにおいても最大規模
製造事業者であるために，事業戦略の根幹に矛
盾を抱える。加えて，ファウンドリ事業の急
成長も目標に掲げ始めた。これこそが現状の
Samsung が抱える内在的な課題である。
　Samsung は，最先端の半導体製造技術力と
大規模製造施設を備えており，その上に自社設
計の SoC チップを開発するのであれば，競合
SoC チップの性能と機能性を凌駕するチップ
開発も可能である36）。これは，半導体部品の基
本性能はその物理構造が決めるからである。換
言すれば，各 SoC チップの基本性能もその製
造事業者が鍵を握っている。Intel を除くと，
Samsung は最先端 SoC チップの論理構造と物
理構造の両面を最適化可能な唯一の製造事業者
である37）。しかし，Samsung は Exynos チッ
プを Snapdragon チップと同等性能とした。こ
れこそがスマートフォン製品市場の最強者
Samsung の抱えるジレンマであり，スマート
フォン製品製造事業の戦略上の足枷となってい
る。Samsung の中で複数事業が相反する状況
に陥り，総合事業体としての相乗効果にも深刻
な影響を与え始めた。
5．　TSMC と Samsung の戦い
　2018年下期の最先端半導体製造技術の開発競
争は 7 nm の製造プロセスの実稼働へと移行し
た。この製造技術開発競争では TSMC が先行
しており，生産委託した Apple と Huawei は
既にこの新型 SoC チップ搭載のスマートフォ
ン製品を販売している。これまで Samsung へ
の生産委託を選択してきた Qualcomm も，7 
nm 製造プロセスの Snapdragon 855 を TSMC
へ生産委託する。ただし，Samsung は次世代
製造プロセスから先行的に EUV リソグラフィ
を導入予定であり，半導体製造技術の観点から
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は先行する38）。7 nm 製造プロセスの技術開発
競争において，TSMC は量産開始時期では先
行したものの，現状の 7 nm 製造プロセスでは
従来の液浸 ArF リソグラフィを採用し，EUV
リソグラフィを導入しなかった。
　半導体業界の巨人と称されてきた Intel は，
主力生産ラインの 10 nm の製造プロセスへの移
行に苦戦し，2018年には 7 nm の移行に手が届
かないでいる39）。ただし，TSMC や Samsung
とは異なり，Intel は従来の IDM にファウンド
リ事業と IP ライセンス事業を併設する基本戦
略であり，あくまで自社半導体製品向けの製造
技術開発であることに変わりはない。TSMC と
Samsung は最先端製造プロセスの更新スピー
ドをアピールし，ファウンドリ事業の顧客獲得
を目指しているが，Intel はファウンドリ事業
の拡大を最優先に置いてはいない。これが製造
プロセス技術開発の焦点の違いとなっている。
　Huawei の最新の上位スマートフォン製品に
は「Kirin 980」が搭載されている。この SoC
チップは，TSMC の 7 nm 製造プロセスでの製
造品であり，同様に TSMC 製の SoC チップで
ある Apple の A12 Bionic と並び，2018年秋季
時点の最高性能を備える40）。この二つの SoC
チップは，ベンチマークソフトを用いて詳細に
調べると，OS 環境の違いやチューニング等か
ら性能差は生じるものの，基本性能に格差は生
じ難い41）。これは単純な理由である。先述した
ように，半導体部品の基本性能はその物理構造
が決める。この二つのチップはともに，ARM
ベースであり，しかも TSMC の同一製造プロセ
スから製造される。各々が独自拡張した機能群
やコア数の違いはトランジスタの集積数の差と
なるが，それらはチップのダイサイズの違いと
して表れるだけであり，各コアの基本性能に格
差は生じない。ただし，最先端 SoC チップの場
合は，GPU，NNP（Neural Network Processor），
各種 DSP，モデム等を統合するため，これら
を含めて統合性能を評価すると，「格差」が生
じる。また，ベンチマークソフトの役割はこの
違いを明らかな格差として表すことであり，そ
れらの指標は必ずしも体感なものではない。反
対に，同一の論理設計のチップであっても，製
造プロセス（物理構造）が異なると，基本性能
や消費電力には明確な格差が生じる。
　上述のポイントを理解できると，SoC チップ
の開発競争が現実には非常に同質的な競争を生
みやすいことも認識できる。TSMC の 7 nm 製
造プロセス（FinFET）の例では，Apple の A12 
Bionic と Kirin 980 ともに ARMv8 ベースのコ
ア設計であり，現実のチップ製造は TSMC と
ARM の二社が協業で行う。Samsung の SoC
チップ生産も，同様に ARM との協業である。
つまり，スマートフォン製品向けの SoC チッ
プの開発競争は，表層的にはファブレス事業
者の競争であるかのように映るが，現実には
ARM を挟んだ Samsung と TSMC の競争であ
る。過去の経緯から Apple は，TSMC を SoC
チップの生産委託先に固定化しているが，
TSMC や Intel が Samsung との製造プロセス
技術開発に大きな遅れをとると，Samsung へ
の再委託も避けられなくなる。
　Samsung はファウンドリ事業を最優先事業
の一つに挙げている。Samsung は「SAMSUNG 
FOUNDRY FORUM（SFF）2018 JAPAN42）」
を2018年 9 月 4 日に東京都内で開催した。そ
こで Samsung Foundry の Ryan Lee 氏（Vice 
President）は，韓国華城の生産施設内に新た
に EUVリソグラフィの専用ラインを増設中であ
ることを認めた。さらに，Samsung は，これ
まで用いてきた FinFETから，既に GAA（Gate 
All Around）への移行を表明しており，SFF 
2018においても，GAA により FinFET と比較
して，10％以上の性能向上と大幅な電力効率の
改善が可能だと語った。これらが事実とすれば，
今後の Samsung と TSMC の競争はさらに過熱
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することになる。
　Samsung のファウンドリ事業の課題は，顧客
の獲得である。Samsung にとって Qaulcomm
は最重要顧客であり，今後のファウンドリ事業
の展開のためにも Qaulcomm との生産契約を
堅守したかった。ところが，IDM である
Samsung にとって，これは同時に自社設計の
高性能 SoCチップ開発と拡販への障害にもなっ
ている。Exynos 9810 と9820 の性能と機能性
からも裏付けされるように，Samsung はハイ
エンド層向けの高性能 SoC チップの技術開発
力を有しており，同時にこの最先端半導体製造
技術も兼ね備える。この二つを組み合わせ，高
性能 SoC チップ開発に注力すれば，Apple，
Qualcomm，Mediatek，Huawei 等を性能的に
凌駕するチップを手にすることも不可能ではな
い。しかし，これは同時に Samsung のファウ
ンドリ事業にとって顧客獲得の致命的な障害と
もなる。Qualcomm にとっても，過去の Apple
と Samsung の事例と同様に，Samsung との契
約はリスクをともなう。それでも，Samsung へ
の生産委託により，Exynos シリーズチップの開
発と生産にブレーキをかけ，同時に Samsung
の最先端生産ラインを占拠し，競合企業の事業
活動を抑えることもできた。Samsung への生産
委託契約の裏舞台では，Qaulcomm と Samsung
との間ではこの息の詰まるような駆け引きが行
われている43）。
　これまでの Samsung は，スマートフォンの
製品製造とその主要部品製造の両市場において
最大規模事業者として成長してきた。これによ
り，Samsung は遂に Intel を抜き，世界最大の
半導体製造事業者となった。しかし，Samsung
は半導体製造事業における影響力をさらに高め
るために，ファウンドリ事業にも注力し始めた。
2017年に620億ドル規模へと成長したファウン
ドリ市場を Samsung は次の標的に定めた。
　成長期の移動体端末市場には，TSMC と
Samsung 以外にも GlobalFoundries，UMC，
SMIC，Powerchip 等の企業がファブレス企業
のチップ製造の裏舞台を支えてきた。ところが，
2017 年 の SoC チ ッ プ 市 場 は TSMC と
Samsung の二強に制圧され，表 3 中の 5 位以
下の企業はこの熾烈な競争から既に振り落とさ
れてしまった。また，7 nm の製造プロセス技
術開発からは GlobalFoundries と UMC も脱落
し44），二強企業からのみのチップ供給となる。
Intel も 10 nm の生産ラインの立ち上げに手間
取っており，最先端製造プロセスのファウンド
リ事業に参入できないでいる。結果的に，2018
年のスマートフォン製品向けの最先端 SoC
チップは，Samsung が Qualcomm，その他の
生産を全て TSMC が担っていた。ところが，
その Qualcomm も2019年から出荷開始予定の
Snapdragon 855 の生産委託先を TSMC へと
スイッチした。これにより，Samsung から
Snapdragon シリーズチップ搭載の Galaxy S シ
リーズ製品を2018年末まで強硬的に量販しなけ
ればならない戦略的な理由は失われてしまっ
た45）。
　Qualcomm，Apple，Mediatek，Huawei
（HiSilicon）等の SoC チップの性能向上は，事
実上 TSMC と Samsung の製造プロセス技術
開発に大きく依存しており，この二強との戦略
的な事業連携が重要になり始めた。例えば，
Huawei が今後も成長を継続するためには，
Kirin シリーズチップのさらなる進化と生産の
拡充が不可欠となる。しかし，これは TSMC と
の生産委託契約次第である。Apple や Huawei
のような企業は，スマートフォン製品市場の競
争相手でもある Samsung への最新チップの生
産委託を可能な限り避けたい。Mediatek は，
同じく台湾企業の TSMC と緊密に連携してき
たが，高騰する TSMC の最先端生産ラインの
委託契約が難しくなっている。Mediatek は，
スマートフォン製品向けの SoC チップ市場の
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2 位の生産量を持つが，10 nm 製造プロセス
の Helio X30 開発を早々に諦めて，主力製品を
12 nm へと切り替えた。SoC チップ市場にお
いて Qualcomm 優位の構図が続いているのも，
この Mediatek の現状が大きな要因となってい
る46）。そして，このような TSMC への委託生
産の集中がスマートフォン製品市場の新たな課
題になり始めた。
　2019年から，この TSMC の 7 nm の最新製
造施設には Qualcomm の最新 SoC チップも加
わる。これにより，スマートフォン製品市場に
は，Qualcomm の Snapdragon 855，Apple の
A12 Bionic，HiSilicon の Kirin 980 という三種
類の TSMC 製 SoC チップ（7 nm）が並ぶこ
とになる。これに，Samsung の Exynos 9820 
を加えた四つのチップが上位層のスマートフォ
ン製品に搭載され，2019年の競争が始まる。
Exynos 9820 は 8 nm の製造プロセス47）である
ため，性能的に Snapdragon 855と A12 Bionic
には及ばないものの，それでもこれらの競合
チップに相当する性能を有している48）。2019年
のスマートフォン製品市場も2018年と同様に激
しい競争が予想されるが，この陰では TSMC
と Samsung の間で既に2020年に向けた競争が
始まっている。
6．　結　　　　　び
　スマートフォン製品市場は，Samsung，
Apple，Huawei，Xiaomi，そして BBK グルー
プ企業（OPPO，Vivo，Oneplus）が占拠する
構図となった。ただし，これは極めて表層的な
構図にすぎない。製品仕様の観点からは，
Qualcomm，Mediatek，Apple，HiSilicon の四
社の SoC チップの市場競争と捉えることもで
きる。しかも，Apple と Huawei を除くと，そ
の他のいずれのスマートフォン製品製造事業者
も Qaulcomm と Mediatek からの部品供給に
依存している。これが現状のスマートフォン製
品市場の表層面における最大の課題である。
　ところが，Qualcomm，Mediatek，Apple，
Huawei の全ての最先端 SoC チップは，TSMC
と Samsung のファウンドリ事業により製造さ
れている。特に TSMC には，これら四社のい
ずれもが生産を委託しており，SoC チップの
生産が集中している。2018年まで Qualcomm
だけが最先端 SoC チップの生産を Samsung
に委託していたが，旧世代製品には TSMC へ
の委託生産もあり，2019年からは最先端チップ
の生産も TSMC へ移る。TSMC は，最先端の
7 nm の製造プロセスだけでなく，10 nm，12 
nm，16 nm，20 nm，28 nm，40 nm 等の生産
ラインも有し，顧客からの広範な注文に応えら
れる。Samsung は最先端製造プロセスを継続
的に整備し，これから TSMC を段階的に追い
上げていくことになる。TSMC と Samsung の
二社ともに既に 5 nm 以下の製造プロセスへ向
かっており，この段階で競合他社を完全に振り
切ろうとしている。この熾烈な競争の中では，
Intel でさえもこの二社から遅れ始めた49）。
　SoC チップ生産向けのファウンドリ事業に
関する最大の課題は，TSMC と Samsung の二
強の市況にある。特に TSMC への過度な集中
は，現状のスマートフォン製品市場の硬直化の
要因にもなっている。本節中にも指摘したよう
に，ARM ベースと同一製造プロセスの生産で
はチップの基本性能に格差は生じない。結果的
に，最新 SoC チップの論理設計は，GPU やそ
の他の付加機能等による性能向上に注力するこ
とになり，同質的な競争に陥る。この現状を打
破しなければ，Apple 以外の SoC チップ製造
のファブレス事業者は，通信技術開発に長ける
Qualcomm に対抗することは困難である50）。ス
マートフォン製品市場のより健全な成長を促す
ためにも，TSMC の選択肢になり得るファウ
ンドリ専業者の台頭が求められている。
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35）　最上位製品の価格下落は，Snapdragon シリー
ズチップ搭載のミドル層製品価格にも広範な影響
を与える。さらに，この影響は Mediatek の SoC
チップ搭載のエントリー層製品にも波及していく。
36）　ただし，SoC チップにモデムを統合する場合に
は，通信技術関連特許と広範に係る。Samsung
であれ，この点に関して Qualcomm からの影響
や制約は不回避であろう。ただし，Qualcomm は
特許をプールせず，各企業と直接的に交渉と契約
をするために，各契約内容が公表されることはな
い。
37）　実際に，Samsung は最新の Exynos 9820 を 8 
nm の製造プロセスを用いて，TSMC の 7 nm 製
造プロセスの Snapdragon 855 や A12 Bionic とほ
ぼ同性能に調整してきた。
38）　ただし，これはあくまで予定であり，この本稼
働時期や生産性を確定できているわけではない。
39）　TSMC と Samsung は2017年から 10 nm の製造
プロセスへの移行を果たしたが，この二社と
Intel の 10 nm の製造プロセス技術は焦点が異な
る。Intel は自社半導体製品向けの技術開発であ
るため，TSMC や Samsung よりも実際の微細化
レベルの目標値が高次である。実際に，Intel の 
14 nm 製造プロセスは，ゲートピッチ，ロジック
セル高，Fin ピッチ等において競合他社の 14 nm
技術を凌駕する。TSMC や Samsung の製造プロ
セスは，基本スケーリングこそ Intel をリードし
ているものの，必ずしも Intel の技術開発に先行
できているわけではない。
40）　Exynos 9820 は2018年11月の発表，Snapdragon 
855 は12月の発表であり，Apple と Huawei より
も出荷開始時期が遅い。Apple は先行的に A シ
リーズチップを発表し，この新チップの性能を訴
求する。しかし，四半期後には Qualcomm の新
チップに巻き返されてしまう。この構図が繰り返
されている。
41）　これはあくまで基本性能を指している。また，
ここでは「差」ではなく，「格差」としている。
実際に，Antutu のベンチマークの計測結果は，
A12 Bionic と Kirin 980 の CPU スコアが約13.1万
点と約11.5万点，UX スコアは約7.4万点と約 7 万
点であった。Huawei 製品の OS が Android であ
る点を考慮すれば，基本性能はほぼ同次元と捉え
るべきである。Android も Dalvik から Android 
Runtimeへと移行し，実行環境は改善したものの，
広範な ARM ベース MPU や SoC をサポートす
るために，ハードウェアへの最適化では iOS に
大きく劣る。
42）　2018年 9 月 4 日に品川インターシティホールで
開催された。
43）　ただし，これは現状では Qualcomm 優位の駆
け引きである。
44）　この二社は 10 nm の技術開発競争を回避し，7 
nm へスキップすると表明していたが，7 nm の製
造ライン整備も断念した。この二社の 7 nm 製造
プロセス技術開発の断念については Taipei Times
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の2018年 9 月 4日の記事“UMC not to rejoin race 
to develop 7 nm technology”を参照いただきたい。
 　http ://www.ta ipei t imes.com/News/biz/
archives/2018/09/04/2003699736
45）　Snapdragon 855 の生産を TSMC に奪われた
Samsung にとって，収益性を無視してまでも
2018年下期に Galaxy S シリーズを量販する理由
はない。本節中でも触れたように，Samsung の
2018年上期の業績降下はスマートフォン製品の利
益率が要因となっている。Samsung が2018年下
期に上位層製品の生産調整を選択する可能性も高
くなっている。
46）　山本（2018b, pp. 18–24）
47）　この Samsung Exynos 9820 は2018年11月14日
に発表された。本節中においても記したように，
Samsung は生産技術と生産施設の刷新を計って
おり，2018年はその準備期間に該当する。このた
め，Exynos 9820 は9810に機能追加した後継製品
として 8 nm 製造プロセスを用いる。Qualcomm
の Kryo コアと同様に，Samsung も独自拡張の
M コアを搭載しており，標準的な ARM ベース
コアよりも性能が高い。また，他社同様に NNP
等の性能強化機能も加えられているため，競合す
る 7 nm チップとほぼ同等性能を有している。
  https://www.samsung.com/semiconductor/
insights/news-events/on-device-ai-processing-with-
the-new-exynos-9-series-9820/
48）　移動体端末の性能計測用ソフトウェア Antutu
が公開した情報によると，ベンチマーク結果は
Snapdragon 855 が343,051，Exynos 9820 が325,067，
Kirin 980 が309,425であった。Apple の A12 Bionic
も同水準にあり，本節中でも指摘したように，こ
れらのチップの基本性能に格差はない。ただし，
Snapdragon 855 はまだ出荷開始前の段階である
ため，細部調整と OS 環境調整によりさらにスコ
アを伸ばす可能性もある。本節中でも指摘したよ
うに，Exynos 9820 は9810の後継ではなく，新設
計し，7 nm 製造を採用していれば，Snapdragon 
855 と A12 Bionic を性能的に凌駕していたかも
しれない。
 　http://www.antutu.com/doc/116518.htm
49）　先の注でも述べたように，Intel とファウンド
リ事業者ではプロセスノードの数値と実際のデバ
イスのフィーチャサイズが異なるため，一概には
対照比較できない。現状の Intel の 10 nm 製造プ
ロセスは TSMCと Samsungの 7 nmに相当する。
50）　移動体端末向けの SoC チップには通信機能が
不可欠であり，この機能性と性能は最重要要素の
一つである。ベンチマークソフト等もこの点を再
評価し，結果により高次に反映させるべきである。
ただし，Apple の A シリーズ SoC のように通信
機能を統合していないチップもあり，通信機能性
を評価項目に加えると，それらチップは低評価に
なる。Qualcommはこの点において最強者である。
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